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Oblast techniky

Vynalez se tykd holicich systéml a zejména systém@ mokrého
typu.

Dosavadni stav techniky

m,_m””Uwholicichu_systémﬁ.mokréhomtypu««mohou~2ﬁepekojevat~skuteé-~~“”M'
nosti, jako je t¥eci odpor holiciho strojku na poko%ce, sila po-
t¥ebna k oddéleni vousld a podra%d&ni existujicich vad pokozky.
Znepokojeni a jiné problémy doprovazejici systémy mokrého holeni
lze zmirnit nand$enim pomocnych prostfedka usnadfiujicich holeni
na pokoZku. Pomocné holici prosttedky lze na pokoZku nandafet pied
holenim, v jeho prab&hu nebo po holeni. Pou%iti pomocnych prost—
tedkt aplikovanych pfed holenim a po holeni je doprovéazeno #adou
pProbleml. Prostfedky nanesené na pokotku pfed holenim se mohou
odpa¥it, nebo mohou byt odstranény z mista naneseni nékolikana-
sobnymi tahy holiciho strojku. Prostfedky nand&ené po holeni ne-
jsou p#itomny na poko%ce v prab&éhu holeni a jejich aplikace mi%e
byt tudiZ p#ili¥ opo%d&na k +tomu, aby zabranila ne%adoucim u&in-
ktm. Pomocné holici prostiedky aplikované jak pred holenim, tak

Po ném, vnasSeji do procesu holeni dal%{ operace navic.

Podstata vynalezu

Podstatou holiciho systému mokrého typu podle vynalezu je,
2e sestdva z <¢epelkové jednotky . & ze sestavy definujici
vnéjsi povrch pfichéazejici do styku s poko%kou v sousedstvi
s bfitem tepelkové jednotky , ptitemZ povrch
pfichazejici do styku s pokoZkou obsahuje pomocny holici prostfe—
dek , ktery Jje smési zakladni ethylenvinylacetatov; hmoty
a u¢inného mno%stvi pomocného holiciho materidlu. 4

Bylo navrZeno zabudovat pomocny holici prostfedek, napf“*ha—
zadlo, zmék&oval vousQ, &isti& &epelek, 1é&ivé &inidlo, kosmetic—
ké ¢inidlo nebo jejich kombinaci do holiciho strojku, nap¥iklad




vlioZenim pomocného holiciho prostfedku do wvybrani v holicim
strojku, zahudovénim_pomocného holiciho prost¥edku p¥imo do jedné
nebo do nékolika sou®astek holiciho strojku, lisovanych z polymé-
rQ, ptilepenim pomocného holiciho prost#edku k holicimu strojku

a pouZitim mechanickych spojovaciéh materiald mezi pomocnym holi- )

cim prostfedkem a holicim strojkem. Vodou rozpustny pomocny holi-
ci prostiedek, napﬁkk'olyethylenoxid, se sméfoval s materidlem ve
vodé& nerozpustnym, napf&gg'polymerem styrenu, k vytvoféni smési
nerozpustného polymeru a rozpustného pomocného holiciho prostied-=
ku. Sm&s se pfipevnila k holicimu strojku a do sestavy holici
patrony Vedle holiciho b#itu nebo b#itg holicich systéma s jednou
nebo s vice holicimi epelkami. Po namo&eni ve vodé se pomocny
holici prosttedek uvolfiuje ze smési a nand%i se na pokoZku.

Podle jednoho hlediska vynalezu Jje_navriena-holici—jednotka

sestavajici z alespoit jedné tepelky a pomocného holi&iho prost-
tedku, jeho% povrch pfichazi do styku s poko2kou u%ivatele v sou-
sedstvi s b#item nebo b#ity holicich %epelek.

Holici jednotka maze byt typu vyménné patrony, upravené k na-
sazeni na dr%atko holiciho strojku a k odpojeni od néj, nebo mZe
byt s dr%atkem z jednoho kusu, tak%e se cely holici strojek vyha-
zuje jako jednotka Po otupeni Dbiitd &epelek. B#it nebo b#ity
tepelek kooperuji s povrchy pfichdzejicimi do styku s pokozkou
k definovani holici geometrie. Pomocny holict prostiedek je tvo-
ten z&kladni hmotou, ji2 je ve vods nerozpustny ethylenvinylace-
tatl co% je kopolymer ethylenu a Vinylacetétu"a Wwinnym
mnoZstvim jednoho nebo né&kolika pomocnych holicich materidltt ulo-

2enych v ethylenvinylacetatové zakladni hmoté&, je% se vyplavuji

spolu s vodnym polyethylenoxidem. Pomocny holici prostfedek mt%e
byt také smési ethylenvinylacetatu a u¢inného mno%stvi jednoho
nebo né&kolika pomocnych holicich materiélﬁl napf“ﬁ%fﬁikonového
kopolymeru nebo prasku polytetrafluoroethylenu’ teflonu 2 s vy-
hodou m& povrch pfichdzejici do styku s pokoZkou.
Ethylenvinylacetat je kopolymérem ethylenu a vinylacetatu
é je obchodné dostupny z ¢etnych zdrojfi. Vliastnosti kopolYmeru
ethylenvinylacetatu zZaviseji do zna¢né miry na procentovém obsahu
vinylacetdtu. Obchodnich druhy ethylenvinylacetatu obsahuji hmot-
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nostné& 5 az 50 % vinylacetatu a maji index taveni 0,3 aZ 43 g/min,

-tvrdost 73 Shore A-a% 98 Shore A nebo 24 Shore D a% 47 Shore D

a teplotu mé&knuti Vicat 80 a% 36 °C. Vzr@stajici mnoZstvi vinyl-
acetatu v ethylenvinylacetatovém kopolymeru sni%Zuje jeho krystall—
nitu, zvy%uje ohebnost a sni%uje tvrdost.

Ethylenvinylacetatovy kopolymer, obsahujici hmotnostn& 25

' %'vinylacetatu vytva¥i systém napomahajici holeni se Zlepgenou

kombingéi rychlosti vyplavovani, ohebnosti, mékkosti,- pevnosti,

modolnost1 proti. otéruhmpdolnostl_mprotlmpraskéni_mpilspivé k-tep~ - e

loté& m&knuti a ke zpracovatelnosti. Podle vyhodného provedeni ob-
sahuje prost#edek napomahajici holeni hmotnogtné& 10 a% 50 % ethy-
lenvinylacetatu a 50 a% 90 % materialu ‘napomédhajiciho holeni.
Vhodné, ve vodd rozpustné a ve vodéd nerozpustné pomocné materialy
napoméhajici holeni zahrnuji napfiklad ethylenoxid, polyvinylpyr-
rqiidon, polyakrylamid, hydroxypropylcelulézu, polyvinylimidazo-
lin, polyhydroxyethylmethakrylat, silikonové kopolymery a stearat
sacharézy a vitamin E, Panthenol, aloe, esencialni oleje a dalsi
zvlh&éovaci a wuhlazovaci &inidla. Podily mohou kolisat, av$ak
s vyhodou zahrnuje prostfedek alespofi hmotnostnd 50 % ve vod#:
rozpustnych materiald, napomahajicich holeni. Podle zvlastniho
prévedeni zahrnuji prostfedky napomahajici holeni ptisady v malém
mnozstvi, jako jsou barviva a baktericidni latky.

Nizkd teplota méknuti ethylenvinylacetatovych kopblymerﬁ
umo2fiuje nizké zpracovatelské teploty p#i vyrobé prostfedku napo-
mahajicich holeni. Elvax 360 (DuPont), obchodni ethylenvinylace-

‘tatovy kopolymer, obsahujici hmotnostn& 25 % vinylacetatu, ma

teplotu m&knuti Vicat 53 °C, co% je pfibli%n& o 40 °C mén& ne% ma
polystyren. Systém napomahajici holeni na bazi ethylenvinylaceta-
tového kopolymeru se miZe tavit, thlaéovat nebo jinak zpracova-
vat pfi niZ8ich teplotdch, ne% jakych se pouziva pro zpracovani
jinych nerozpustnych polymer@, jako je polystyren, s nésledujicim
tepelnym odboura&nim holicich pomocnych materiald a jinych funk&-
nich p#isad, jako 3Jjsou polyethylenoxid, silikon, zmék&ovadla,
zvlih&¢ovadla, parfemy a vitaminy. Ethylenﬁinylacetétov? kopolymer
muZe také plsobit jako za horka tavitelné lepidlo a tak pfedsta-~
vovat jednoduchy a u&inny prost¥edek k ptipeviiovdni prostfedku



usnadfiujiciho holeni k holicimu strojku.

Podle zvlast vyhodného provedeni ma holici pomocny prostie-
dek nasledujici sloZeni: hmotnostnéd 25 % ethylenvinylacetatu (25
% vinylacetatu) a 75 % polyethylenoxidu (tento holici pomocny
prostiedek se mO%e lisovat nebo vytladovat pi#i teplot® p#ibli%né
100 aZ 140 °C); hmotnostn& 70 % ethylenvinylacetatu (25 % vinyla-
cetatu) a 30 % silikonového kopolymeru ( tento holici pomocny
prostifedek se mdZ2e vytladovat p#i teplotéd p#ibli%n& 100 °C);
hmotnostné 18 % ethylenvinylacetétu (25 % vinylacetatu), 70 % po-
lyethylenoxidu a 5§ % stearatu sacharézy (tento holici pomocny
prostiedek se mQZ2e lisovat p#i teploté piiblitné 130 °C); a hmot-
nostné 24 % ethylenvinylacetatu (25 % vinylacetatu) , 72 % poly-
ethylenoxidu a 4 % silikonového vosku ( tento holici pomocny
‘prostiedek se mlZ2e lisovat p#i teplotd piibli%n® 130 °C). Teploty

B TS

a tlaky vytladovdni nebo lisovani se m&ni podle pou%itého polyme-
ru.

Povaha a relativni pedily ve vod# rozpustnych a ve vod® ne-
rozpustnych sloZek a obsah nerozpustného ethylenvinylacetatu
v polymerni smé&si maji byt takové, aby pomocny holici prostiedek
mél piimé&fenou mechanickou pevnost, jak p¥i své piipravé tak po
vylouZeni vyznamného mnoZstvi ve vod#& rozpustného materialu, p#i-
temZ mno2stvi ve vod® rozpustného materialu ma byt dostated&né
k vytvoteni u&inné pomoci p¥i holeni, jako je mazani po celou do-
bu ptedpokladaného %ivota &epelky nebo &epelek. V pfipadé ve vodé
rozpustné latky obsaZené v pomocném holicim prostfedku lze dosah-
nout pohodlného a U&inného holeni navlh&enim holené oblasti vodou
pfed holenim. Voda pf¥itomnd na holené oblasti vylou%i &&ast ve vo-
d& rozpustného materialu k naneseni na povrch pokozky.

Pomocné holici prostfedky 2z kopolymérd ethylenvinylacetatu
s ptiméfenym obsahem vinylacetatu jsou m&kké, ohebné, pru%né, ma-—
ji vyte&nou odolnost proti praskani a uvolfuji ve vod& rozpustne
holeni napomédhajici ¢&inidla v pomérné line&rni zavislosti na ¢a-
se. Holici systém vybaveny takovymi pomocnymi holicimi prostiedky
se stdava vyrobkem atraktivniho vzhledu poskytujicim pohodlné ho-

le

n . :: . :
gi'gj“cd obrdzkd na vykrese .
1 Vvyznaky a prednosti jsou patrny z nasledujiciho
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popisu jednotlivych provedeni spolu s vykresy, kde:
" 'Na obr.1l'je perspektivni "pohled na holici jednotku podle
vynalezu.
Na obr. 2 je ¥ez 2-2 z obr. 1.

Na obr. 3 je perspektivni pohled na jiné provedeni holici

jednotky podl vxpélez$. .
¥ e ndlezu
P ova Jjednocka 1O znazornéna na obr.l1 a 2 sestava ze za-

kladniho nebo plo%inového té&lesa 12, vylisovaného z razuvzdorného

ni k drzatku holiciho strojku a &tit 16, ktery definuje napfi¢
probihajici p¥edni povrch 18 ptichazejici do styku s pokoZkou. Na
hornim povrchu plofinového t8lesa 12 jsou umistény: ocelova pied-
ni &epelka 20 s ostrym bfitem 22, ocelovd zadni &epelka 24 s ost-
rym b¥item 26, hlinikova distan&ni vloZka 28, je%Z udrZuje &epelky
20 a 24 ve vzajemné poloze. Kryt 30 je vylisovan z razuvzdorného
polystyrenu a mé& té&leso 32, jeZ definuje povrch 34 p¥ichazejici
do styku s poko%kou, ktery probiha nap#ié mezi doptedu pre&niva-
jicimi krajnimi st&nami 36, a ma <&elni hranu 38, jeZ je umisténa
za. btitem 26 fepelky. Nytovy celek 40 probih& smérem dold od nap-
¥1& probihajiciho t&lesa 32 otvory v Sepelkdch 20 a 24, hlinikové
distanéni vloZky 28 a ploSiny 12 k pfipevnéni Kkrytu 30, &Sepelek
20,24 a hlinikové distanéni vliozky 28 k plo%in& 12. K povrchu 34
prichazejiciho do styku s pokoZfkou je prilepeno t&lisko 42 pomoc-—
ného holiciho pf#ipravku.

Holici jednotka 50O zndzornénd na obr. 3 je +typu popsaného
Jacobsonem v americkém patentovém spise ¢islo 4,586.255 a sestava
Zz télesa 52 s Celni &asti 54 a zadni &asti 56. PruZné je k té&lesu
52 ptipevnén 5tit 58 , jednotka ptredni &epelky 60 a jednotka zad-
ni Cepelky 62. Tfecim spojem v otvoru 66 zadni &asti 56 je upev-
nén pomocny holici prost¥edek ve tvaru podlouhlé vioiky 64.

Nésledujici pfiklady vynalez toliko objastiuji, ani% ho jak-

koli omezuji.

P¥iklad 1 : : .

oo polystyrenu, majiciho integralni zaklapovaci draZku_l4 k p¥ipoje-__ . . _.




Ptipravi se smés obsahujici hmotnostn& 80 % polyethylenoxidu
(specificky sm&s hmotnostné 48 ¥ polyethylenoxidu Polyox Coagu-
lant s molekuldarni hmotnosti 5 OO0 000 a 52 % polyethylenoxidu
Polyox N-750 s molekuldrni hmotnosti 300000, pfi&emZ kone&na po-
lyethylenoxidovd smés ma& molekulovou hmotnost p#ibliZné& 3,5 mili-
on), 20 % ethylenvinylacetatu (25 % vinylacetatu) (Elvax 360)
a barvivo a baktericidni p#isadu v malych mnoZstvich. Smés se
vytladuje pi#i teplot® pi#ibliZn& 120 °C na vytla&ené pasky holici-
ho pomocného prosttedku. T¥liska 42 se vyfiznou =z vytladeného
pasku a zajisti se v osazeni 44. Podobnym zplsobem se vytladuje
smés za vytvotreni vlioZek 64, které se upevni v otvorech 66 holi-
cich jednotek 50. Ziskana patrona ma celkové dobré holici charak-
teristiky.

.

P

P¥iklad 2

Vytvafi se smé&s hmotnostné 43 % polyethylenoxidu (stfedni
molekulovad hmotnost 5 000000), 32 % polyethylenoxidu (stfedni mo-—
lekulova hmotnost 300000) a 25 % ve vodé& nerozpustného ethylenvi-
nylacetatu (Elvax 360). Smés se vytladuje p#i teplot& asi 115 °C
na vytla&ené péasky. Té€liska 42 se vyfiznou z vytladeného pasku
a zajisti se v holici patroné. Patrony vykazuji vynikajici kom-
fort a vyrazné lep%i celkové charakteristiky holeni neZ smési po-
lystyrenu a podobnych polyethylenoxidovych podild.

P¥iklad 3

Vytvateji se smés hmotnostné 80 % ethylenvinylacetatového
kopolymeru (obsahujici hmotnostné 25 % vinylacetatu) a 20 % sili-
konového kopolymeru (jako je nap¥iklad trimethylsiloxysilikat).
Sm&s se vytladuje p¥i teploté p#ibliZné 100 °C. T&liska 42
a vlo2ky 64 se ziskavaji z vytlaéeného pasku rozkéjeﬁim a upeviiu-
ji se ke krytldm holicich patron holicich jednotek 10, 50. Vysled-—
né holici patrony maji celkové dobré charakteristiky holeni.

P¥iklad 4
Lisuje se sm&s hmotnostné 18 % ethylenvinylacetatu (hmotnost-

" ®




né 25 % vinylacetutu), 5 % stearatu sacharézy a a 77 % ve vodé
rozpustného polymeru (specificky smés h@otnostné 40 % polyethylen-—_
oxidu Polyox Coagulant a 40 % polyethyienoxidu Polyox WSRN-750)
pfi teploté 130 °C k vytvofeni +t&lisek 42  a vlio%ek 64. Ziskané
pomocné holici prosttedky se upevni do p#islufnych holicich jed-
notek 10, 50 a vysledné holici struktury maji velmi dobré charak-
teristiky. :

P¥iklad 5 -
m_“u-mLisuiewse~“smés”hmotnosthém24w"%”§fﬁYTénvinyladetétu (hmot-
nostné 25 % vinylacetatu), 43 % polyethylenoxidu Polyox Coagulant
a 29 % polyethylenoxidu Polyox WSRN-750 a 4 % si- likonového vos-
ku pfi teplot# 130 °C. Tatas smés se vytla&uje pti teplot& 110
°C a upevni se na holici strojek. Ziskana té&liska 42 a vloZky 64
‘Jsou mékké, ohebné, pruzné a vykazuji vynikajici odolnost proti
praskani a zkousky holeni potvrzuji, %e holici strojky maji vyni-
kajici holici charakteristiky.

Holici jednotky 10 a 50 se pou%ivaji o sobé& znamym zplsobem
(zpravidla spolu s holicim krémem nebo s holicim gelem) s polyet-
hylenoxidem a/nebo s jinym holicim pomocnym materidlem uvolHXova-
nym z t&lisek 42 a 64 pti holeni. P#i ka%dém tahu holiciho stroj-
ku se holict pomocny prostiedek bezprosttedns nand$i na pokoZku
a zajiéfuje tudiZ kontinuaini obnovovani pomocného holiciho pros-—
tfedku p#i holicich operacich po celou dobu %*ivotnosti hdlici
jednotky 10 a s0.
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PATENTOVE NAROKY
1. Holict systém'mokrého typu vyznaé€¢ujici se

t 1 m, %e sestava z %epelkové jednotky (10) a ze sestavy definu-
jici Vnéjéi povrch (34) pifichazejici do styku s pbkozkod v sou-
sedstvi s b¥item (24) &epelkové jednotky (10), ptic¢emZz povrch
(34) ptichazejici do styku s pokoZkou obsahuje pomocny holici
prostfedek (42), ktery je smé&si =zakladni ethylenvinylacetatove
hmoty a U&inného mno%stvi pomocného holiciho materialu.

f=

S 2. Holici systém podle naroku l, vyznaé¢ujici se %
t 1 m, %e ethylenvinylacetatovy nosi& obsahuje hmotnostné& 5 aZ 50
vinylacetatu.

3. Holici systém podle naroku 1, vyznad&¢tujici se
t 1{ m, %e ethylenvinylacetatovy nosi& obsahuje hmotnostné& 25 vi-
nylacetatu.

4. Holici systém podle nadroku 1, vyznad¢ujicil se

t 1 m, %2e pomocny holici prostfedék (42) obsahuje hmotnostn& 10
az 50 % ethylenvinylacetatu a 50 aZ 90 % pomocného holiciho mate-

riadlu.

5. Holici systém podle naroku 1, vyznad&¢ujici se
t i m, %e holici pomocny prostfedek obsahuje smés ethylen&inyl—
acetatu, vysokomolekularniho polyethylenoxidu o molekulové hmot-
nosti nad 3 000000 a nizkomolekularniho polyethylenoxidu o mole-
kulové hmotnosti ni%&i neZ 1 000000.

6. Holici systém podle ndroku 5, vyznat¢tujici se
t 1 m, %e holici pomocny prostfedek obsahuje. smé&s 25 % ethy-
lenvinylacetatu, 45 % vysokomolekularniho polyethylenoxidu a 30 %
nizkomolekularniho polyethylenoxidu.. '

7. Holici systém podle naroku 1, vyznaté¢ujicil se
t i m, %e holici pomocny prostfedek je volen ze souboru zahrnu-




- jiciho polyethylenox1d polyv1ny1pyr011don, polyakrylamld hydro-

xypropylcelulézu, polyv1ny11m1dazolln, polyhydroxyethylmethakry—
lat, silikonové kopolymery, stearat sacharédzy, etherické oleje a
jind zvlih&ovaci a hladici ¢inidla.

8. Holici systém podle naroku 7, vyzna¢tujici se
t 1 m, 2e holici pomocny prostfedek obsahuje smés hmotnostné 70
az 90 % ethylenv1ny1acetatu a 10 aZz 30 % silikonového kopolymeru

9. Holicl systém podle ndroku 7, vyznad&uijici se
t im, 2e holici pomocny prostfedek obsahuje smés hmotnostné&
25 % ethylenvinylacetatu, 70 % polyethylenoxidu a 5 % silikonové-

ho vosku.

10. Holici systém podle ndroku 7, vy znaéuijici se
t {m 2e holici pomocny prost¥edek obsahuje smé&s hmotnostné
20 % ethylenvinylacetatu, 70 ¥ polyethylenoxidu a 5 % stearatu

sacharézy.

lf. Zplisob vyroby pomocného holiciho prostfedku ur&ené¢ho k pou-
uZiti v mokrém holicim systému sestavajicim z &epelkového té&lesa
a prostfedku majiciho wvn&j%i povrch ptichazejici do styku s po-
kozkou v sousedstvi s biitem %epelky, vy zna¢uijici s e

t {im, %e se

a) vytva¥i smés polymeru ethylvinylacetdatu a G&inného mno%-
stvi ‘pomocného holiciho materialu a

b) zhotovuje se vytla&ovanim pasek, sestavajici z této smési.
12. Pomocny holici prost¥fedek uréeny k pouZiti v mokrém

holicim systému v y z na ¢ ujici s e t i m, %2e sestava
YA éepelkového télesa (10) a pomocného holiciho prost¥edku (42)
a ma vnéjsi povrch (34) prichazejici do styku s pokoZkou v sou-
sedstvi b#itu (22), pfi¢em? pomocny holici prost¥edek (42) je
smé&si zakladni ethylenvinylacetdtové hmoty a u&inného mnoZstvi

pomocného holiciho materidlu.
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